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（１）カラーフィルタの硬度評価　（１）カラーフィルタの硬度評価　

・膜　　　・・・　１．６μｍ　（反射防止膜）

・基板 　・・・　ガラス

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・２ｍＮ

　　押しこみスピード・・・２１ｎｍ/ｓ

ダイヤモンド圧子が柔らかいポリマー膜を突き抜け、硬いガラス基板に達し
ていることが変曲点となって現れています。

ポリマー膜の膜厚も変曲点を通して見ることができます。
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（２）液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の硬度評価（２）液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の硬度評価

ダイヤモンド圧子が硬い保護膜を突き抜け、柔らかいポリマー膜に達してい
ることが解ります。

上層膜が硬く、下層膜が柔らかくても荷重及び押しこみスピードを変化させ
ることによって、柔らかい下層膜の影響をできるだけ小さくして測定するこ
とができます。

・上層膜　・・・　０．１μｍ　，下層膜　・・・０．５μｍ

・基板　 ・・・　ガラス

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・０．２ｍＮ

　　押しこみスピード・・・１０．５ｎｍ/ｓ
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・膜　　　・・・　１０μｍ（フィルム）　

・基板　 ・・・

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・１．０ｍＮ

　　押しこみスピード・・・１０．５ｎｍ/ｓ

（３）高分子材料の塑性変形評価（３）高分子材料の塑性変形評価

プラスチック・ゴム・フィルムなどの高分子には、硬度，弾性変形，塑性変
形などのトータル的な測定で評価することができます。
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・膜　　　・・・　０．３μｍ

・基板　 ・・・　ガラス

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・２０ｍＮ

　　押しこみスピード・・・１０．５ｎｍ/ｓ

（４）液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の付着力評価（４）液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）の付着力評価

付着力測定専用圧子（先端Ｒ５μｍ）を使用することにより、膜と基板の付
着力は荷重の落ち込み曲線から簡単に求めることができます。
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（５）フィルム上の保護膜の付着力評価（５）フィルム上の保護膜の付着力評価

フィルムなど柔らかい基板上の保護膜の付着力も押しこみスピードを変化さ
せることによって測定できます。

・膜　　　・・・　０．５μｍ（フィルム保護膜）

・基板　 ・・・　１００μｍ（フィルム）

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・１４．７ｍＮ

　　押しこみスピード・・・１０．５ｎｍ/ｓ
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（６）デバイス上の薄膜のヤング率評価（６）デバイス上の薄膜のヤング率評価

基板の特性（ポアソン比，膜厚，基板のヤング率）をパラメータとして入力
し、成膜前と成膜後の荷重とたわみ量の関係から薄膜のヤング率を測定しま
す。

・膜　　　　　　・・・　５μｍ（フィルム保護膜）

・基板（縦×横）・・・　シリコン（５ｍｍ×５０ｍｍ）

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・４．９ｍＮ

　　押しこみスピード・・・０．５μｍ/パルス
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（７）フィルム（単独膜）のヤング率評価（７）フィルム（単独膜）のヤング率評価

基板の特性（板厚，幅等）をパラメータとして入力することにより、フィル
ムのような薄い膜でも簡単に測定できます。

・膜　　　・・・　５０μｍ（フィルム）

・基板　　・・・　

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・０．４ｍＮ

　　押しこみスピード・・・０．５μｍ/パルス
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（８）フィルム上の薄膜の内部応力評価（８）フィルム上の薄膜の内部応力評価

基板（石英ガラス，シリコンウェハ等）に膜を成膜した時、膜の内部応力に
よってそりが生じます。

ポアソン比等をパラメータとして入力する事によって膜の内部応力を簡単に
測定できます。

・膜　　　・・・　０．２μｍ

・基板　　・・・　フィルム　

・測定条件

　　押しこみ最大荷重・・・２５ｍＮ

　　押しこみスピード・・・０．５μｍ/パルス



11

（９）ＭＥＭＳの変位量の評価（９）ＭＥＭＳの変位量の評価

各種センサーなどに応用されているマイクロマシンの変位量を小さな荷重で
精度よく測定でき、ナノテクノロジーの評価ができます。

・サンプル形状（縦×横）　・・・　２０ｍｍ×３０ｍｍ

・測定部形状　（縦×横）　・・・　２０μｍ×５０μｍ

・測定条件

　　押しこみ最大荷重　　　・・・　０．５ｍＮ

　　押しこみスピード　　　・・・　１０．５ｎｍ/ｓ
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（１０）ＭＥＭＳの破壊強度の評価（１０）ＭＥＭＳの破壊強度の評価

カンチレバーなどのマイクロマシンの破壊強度を小さな荷重と変位量の関係
から測定することができます。

・サンプル形状（縦×横）　・・・　３０ｍｍ×３０ｍｍ

・測定部形状　（縦×横）　・・・　１００μｍ×５０μｍ

・測定条件

　　押しこみ最大荷重　　　・・・　９３ｍＮ

　　押しこみスピード　　　・・・　２１ｎｍ/ｓ
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（１１）ポリマー膜のクリープ評価（１１）ポリマー膜のクリープ評価

・膜厚　・・・　５０μｍ

・基板　・・・　１００μｍ（フィルム）

・測定条件

　　圧子　　　　　　・・・　先端Ｒ１０μｍ　　

　　保持荷重　　　　・・・　９３ｍＮ

　　押しこみスピード・・・　２１ｎｍ/ｓ

荷重

変位


